TermoPasty

Easy Print

ISn62Pb36AgZI

TECHNICKY

LIST

Pajkovaci pasta Easy Print /Sn62Pb36Ag2/ je idealni volbou pro
pajeni SMD soucastek v olovnaté technologii. Slozeni pasty
(62% cinu, 36% olova, 2% stfibra) zajiStuje trvalé a spolehlivé
spoje, diky ¢emuz se vyborné hodi jak pro profesionalni, tak

Fyzikalné-chemické vlastnosti

: ’ ) £ S dl Vzhled | Seda pasta
i amatérské pouziti. ProduktvspanJev normy ISO 9454 1223
a J—STD—OO4 REM-1, coz zaruCuje vysokou kvalitu Zapach | Zadny
a bezpecnost pouziti.
Hustota | ~4.6 g/cm?3

Vlastnosti produktu:

v slozeni: 62 % cinu, 36 % olova, 2 % stiibra, Velikost &astic | 15-25 / 25-45 ym*
v rychlost tisku stérkou az 150 mm/s,
~ odolnost proti tvorbé kuliek (Mid Chip Solderballing), Lepivost | 10 G/mm?po 24 h
v vysoka vérnost detailll (Fine PItChI), o . Vhodnost pro tisk | Vice nes 8 h
v reprodukce kontur po dobu 8 hodin nepretrzitého tisku,
v prilnavost k sou¢astkam vice nez 24 hodin, Typ slitiny | Sn62Pb36Ag2
v shoda s normami ISO 94541223 a J-STD-004 REM-1,
~ No Clean — neni nutné myti po pajeni. Klasifikace tavidla | REL-O

Test chromatografie na Cl Spliuje (REL-0)
Pouziti: (IPC TM 650) |

Povrchovy izolaéni odpor

v pajeni SMD soucastek v bezolovnaté technologii, (85°C. 85% RH)

>2,6*10°Q) (po 7 dnech)

v reflow pajeni v bézné atmosfére i v dusiku,

v tisk na $ablonach fezanych laserem Doba pouzitelnosti

6 mésicl

nebo elektroformovanych.
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*15-25 um - baleni 20, 40 g / 25-40 um - baleni 6, 250, 500 g
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TermoPasty

Kompatibilita:

Pajkovaci pasta Easy Print /Sn62Pb36Ag2/ je chemicky
neutralni vici vétsing materiall, coz zajistuje bezpeéné pouziti
na rdznych zafizenich. Je kompatibilni s rdznymi metodami
reflow pajeni, a to jak v bézné atmosfére, tak v dusiku, diky
¢emuz ji lze pouzivat v réiznych vyrobnich podminkach.

Metody aplikace

Stiikacka | Ano
Kartus | Ano
Reflow pajeni | Ano
Tisk na Sablonach | Ano

Navod k pouziti:

Vyrobek je uréen pouze pro profesionalni pouziti. Pred pouzitim
si peclivé prectéte bezpecnostni list.

Pajkovaci pasta Easy Print /Sn62Pb36Ag2/ je idealni pro pajeni
SMD soucastek v olovnaté technologii. Pro dosazeni nejlepsich
vysledkU je nutné dodrzovat nasledujici pokyny.

v Aplikace a pajeni:

Priprava pasty:

Pred aplikaci je nutné pastu privést na pokojovou teplotu, aby
se zabranilo kondenzaci vlhkosti. Nepfidavejte pouzitou pastu
k Cerstve, aby nedoslo ke zménam vlastnosti.

Nanaseni pasty:

Optimalni teplota nanaseni pasty je 23-26°C, maximalné do 28°C.
Aplikace:

Naneste pastu na pajené soucastky pomoci vhodného
aplikatoru nebo Sablony.

v Reflow pajeni:

Pasta mUze byt pouzita pro reflow pajeni podle prilozeného
pajeciho profilu. V zavislosti na zafizeni (pec/horky vzduch)
muze byt nutné zvysit pajeci teplotu o 10-20°C oproti profilu.

v Tisk na $ablonach:

Sablony:

Pouzivejte laserem fezané nebo elektroformované Sablony.
Doporucena tloustka otvord: 100 um pro roztece do 0,4 mm
a 150 um pro roztece nad 0,5 mm.

Rakle:
Doporucuje se pouzivat kovove rakle. Rychlost rakle v tiskarné
by méla byt 25-150 mm/s, s tlakem 1,5-3 N na cm délky.

Mnozstvi pasty na Sabloné:
Pasta by méla tvorit valecek o tloustce 15-20 mm, ktery se
pfed rakli odvaluje.

v Myti:

Pajkovaci pasta Easy Print je typu ,No Clean®, coz znamena, ze
po pajeni neni nutné myti. Pokud je vSak myti nezbytnég,
doporucuje se pouzit Alkoholicky ¢isti¢ PCB, ktery ucinné
odstrani zbytky pasty bez rizika poSkozeni soucastek.

TECHNICKY
LIST

Stiikacka 6 g (ART.AGT-023) - 5 ks.*

20 g (ART.AGT-024) - 1ks.*

Kartus 40 g (ARTAGT-025) - 1 ks.*

Kovova plechovka
(s tavidlem 0,7 ml)

250 g (ART.AGT-031) - 1ks.*
500 g (ART.AGT-027) - 1ks*

*Pocet kusu v hromadném baleni

Skladovani:

Skladujte pri teploté 3-7°C po dobu nejdéle 6 mésicu. Pasta by
méla byt uchovavana v tésné uzavienych nadobach, aby se
zabranilo kontaminaci. Pred otevienim pfivedte pastu na
pokojovou teplotu, aby se zabranilo kondenzaci vlhkosti a byla
zachovana odpovidajici kvalita pasty. Nepfidavejte pouzitou
pastu k Gerstvé, aby si zachovala své mazaci vlastnosti.

Technicka podpora:

AG TermoPasty poskytuje technickou podporu a odpovida na
dotazy tykajici se technickych specifikaci a pouziti nasich
produktu. Kontaktujte nas prosim e-mailem na adrese
info@termopasty.pl.

Upozorneni:

Udaje uvedené v tomto dokumentu odpovidaji nasemu
soucasnému stavu poznani a popisuji typické vlastnosti
a pouziti produktu. Odpovednost za overeni vhodnosti tohoto
vyrobku pro konkrétni aplikace vSak nese uzivatel. Spolecnost
AG TermoPasty nenese odpovednost za vysledky pouziti
produktu, protoZze podminky jeho pouziti jsou mimo nasi
kontrolu.
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TermoPasty TECHNICKY

LIST

UKAZKOVY PAJECIi PROFIL
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Jednotlivé faze reflow v pajecim profilu pro pajeci pastu EASY PRINT /Sn62Pb36Ag2/:

1.

Zona predehrevu (60-120 s):\/ teto fazi je deska plosnych spoju s nanesenou pajeci pastou postupne zahfivana na teploty nizsi
nez je teplota taveni pasty. Tento proces trva obvykle 60 az 120 sekund a jeho cilem je rovnomeérne pripravit soucastky i desku na
dalsl faze pajeni a minimalizovat riziko vzniku tepelnych napéti. Pokud je narust teploty pfilis rychly, mize pajeci pasta prskat a
vytvaret kulicky. Aby se predeslo tepelnemu Soku u citlivych soucastek, jako jsou keramicke rezistory, mela by byt maximalni
rychlost ohfevu pod 3 °C za sekundu. Rozsah teplot: od okolni teploty do 130-150°C.

Zona nasyceni (60-90 s):Behem predehievu nasleduje faze nasyceni, ktera trva maximalné 2 minuty, kdy se teplota udrzuje
blizko teploty taveni pajeci pasty. Cilem teto faze je, aby pajeci pasta dosahla jednotne teploty po celé desce, coz ji pripravi na
vlastni reflow proces. Narust teploty v této zoné je velmi nizky, temér plochy, a teplota se zvysSuje do blizkosti bodu taveni pasty
(180°C). Teploty nasyceni: 140-170°C po dobu 60-90 sekund (10-15°C/s).

Reflow zoéna (30-90 s max.): \/ teto zone je teplota udrzovana nad bodem taveni pajky po dobu asi 30 az 60 sekund. VVrcholova
teplota v teto zoné musi byt dostatecne vysoka, aby zajistila spravnou ¢innost tavidla a dobrou smacivost. Typicky rozsah vrcholove
teploty: 210-220°C.

Chladici zona (max. 6°C/s): Po procesu reflow nasleduje fizene chlazeni s maximalni rychlosti 6°C za sekundu. Tato rychlost je
dulezita pro zajistéeni vhodne struktury pajenych spoju a prevenci vzniku napeti ¢i defektd, jako jsou trhliny. Chlazeni musi probihat
kontrolovane, aby byla zajistena vysoka kvalita a spolehlivost hotovych spoju.
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